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Projet 4 - REDRESSE / Maquette d'étude du 
redressement 

Projet : IUT4 
Info : [DIV482] 
Révision : 1 du 10 septembre 2005 
Révision : 2 du xx septembre 2005 
Révision : 3 du 20 octobre 2005 
Révision : 4 du 21 octobre 2005 
 

 
Fig. 4.1. Maquette (images-maquettes\Redresse-12.jpg). 

4.1 Liste des documents 
- Prix du montage. 

- Schéma électronique. 

- Circuit imprimé coté cuivre. 

- Circuit imprimé coté composants. 

- Implantation des composants. 

- Documentations. 
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4.2 Désignation des composants 
Tableau 4.1. Liste de composants (projets-iut4.xls / REDRESSE). 

No Quantité Référence Désignation Empreinte 

1 2 B1,B5 vide EMBASE 

2 1 B2 Vs EMBASE 

3 2 B4,B3 VAC EMBASE 

4 1 B6 GND EMBASE 

5 1 C1 470uF 63V RADIAL31 

6 1 C2 1000uF 63V RADIAL31 

7 1 C3 2200uF 63V RADIAL31 

8 4 D1,D2,D3,D4 1N5401 DO264-8P 

9 1 D5 ROUGE LED5 

10 1 F1 1A FUSE 

11 1 JP1 VAC WEID3 

12 1 L1 47uH 1A RADIAL08 

13 1 R1 3.3 k RC04 

14 4 SW1,SW2,SW3,SW4 SELECT SY241 
 

4.3 Allure des principaux composants 

 
Fig. 4.2. Bornier CANDEM 3 points (images-composants\bornier1.jpg). 
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